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关键词
PSPI材料 玻璃基板 先进封装 国产替代 AI算力芯片 绝缘建筑材料 工艺同源性 产业化验证 高端市场垄断 海外龙头 技术积淀 业务增长空间 应力缓冲 低效区高带宽 精细互联 封装领域 光刻胶 

全文摘要
2026年信息显示行业将迎来发展机遇，尤其在PSPI材料于玻璃基板封装中的应用方面。AI算力芯片推动先进封装技术加速迭代，玻璃基板产业化进程明显加快，PSPI作为关键材料，有望打破高端市场长期以来由日本企业主导的局面，进入先进封装领域。讨论涉及玻璃基板产业化的最新进展、PSPI作为核心材料的原因、市场格局变化以及国产替代的机遇与挑战。奥莱德等企业在PSPI材料的研发与产业化方面取得突破，展示了公司在玻璃基板相关业务的进展和财务数据，凸显了国产替代的重要性和面临的挑战。

章节速览
00:00 PSPI材料：从面板到先进封装的国产替代机遇
会议探讨了PSPI材料在玻璃基板封装中的关键作用及国产替代机遇。AI算力芯片推动先进封装升级，加速玻璃基板产业化。PSPI凭借工艺同源性，从显示面板走向封装领域，面对日本企业垄断，国产替代空间广阔。报告分析了市场格局与国产化机会，并提及相关收益标的。

01:44 玻璃基板技术进展与市场前景
玻璃基板凭借其高平整度、低电损、热膨胀系数和尺寸稳定性等优势，适应AI芯片需求，产业化进程加速。台积电、京东方、三星电机等企业取得技术突破，计划量产，预计2028年前后进入限量生产，2028-2040年市场规模复合增速达67%。

04:28 PSPI在玻璃封装中的关键作用与市场前景
PSPI作为感光聚酰亚胺，集耐高温、耐腐蚀、高绝缘等聚酰亚胺特性与光刻材料加工能力于一身，在玻璃封装中扮演绝缘介质、保护层及应力缓冲多重角色。其直接光刻图形化能力简化了工艺流程，提高了加工精度。面板行业积累的技术优势为PSPI在玻璃封装的应用提供了支持。全球PSPI市场正快速增长，尤其在半导体领域，预计到2032年市场规模将显著扩大。中国PSPI市场虽有增长，但国产化率仍低，存在较大替代空间。

07:27 PIMMMEL系列PSPI供应收紧，国内企业加速追赶
2025年5月，PIMMMEL系列PSPI供应收紧，优先保障台积电海外客户，国内供应链安全风险凸显。新华城宣布扩建产能，奥莱德、鼎龙股份、瑞联新产业链等国内企业加速布局，奥莱德依托显示面板PSI材料技术向半导体芯片封装方向延伸，开启新业务增长空间。

08:38 PSPI材料在玻璃基板应用加速国产化
公司针对玻璃机封装中的CT热膨胀系数失配应力问题，自主研发了超薄低应力介质膜和高性能PSPR材料，解决了基板翘曲和TTV孔壁开裂问题。2020年半年报显示，公司与国内客户深度技术对接，完成关键指标测试验证，四款PSCPI产品中，常规型和高感光型已批量交付，环保型完成配方定型，黑色PSPI研发按计划推进。今年3月，公司拟增资2.4亿元投建PSP生产基地，上半年营收和净利润大幅增长，主要得益于蒸发运营设备业务放量。尽管玻璃基板业务尚不稳定，但PSPI材料在玻璃基板应用中的产业化验证加速，有望在高端市场国产替代中发挥关键作用。

发言总结
发言人1
他，即开源教盘的首席分析师，在今日的系列电话会议第十四期中，详细介绍了2026年信息显示行业的发展机会，重点在于PSPI材料从面板应用扩展到玻璃基板封装的前景。他强调了AI算力芯片推动下先进封装技术的加速迭代，以及玻璃基板产业化验证的加速。PSPI作为关键材料，在玻璃封装中扮演重要角色，具有工艺同源性，有望打破高端市场由日本企业主导的垄断，提供国产替代机遇。他从玻璃基板兴起原因、PSPI作为关键材料、市场格局及国产替代机会，以及相关受益标的四个方面进行了阐述，特别强调了奥莱德等公司在该领域的技术积淀和市场机遇。最后，他总结了玻璃基板产业化加速和PSPI材料的独特价值，以及国产替代的适时性，感谢听众关注并邀请继续参与后续会议。

要点回顾
PSPI材料在玻璃基板应用的市场格局及国产替代机会如何？奥莱德在PSPI材料领域的布局情况如何？
发言人1：在全球先进封装用PSPI市场中，目前CR5接近九成份额，旭化成位居首位。中国PSPI市场规模虽已突破22亿元，但国产化率不足30%。随着去化成等企业减产以及下游客户需求增加，国内企业如奥莱德、鼎龙股份等正加速研发和布局高性能PSPI材料，以期实现国产替代和市场份额的提升。奥莱德依托显示面板PSI材料的技术积淀，向半导体芯片封装方向延伸业务。公司针对玻璃基板翘曲和TTV孔壁开裂问题，研发出超薄低应力介质膜和先进封装专用高性能PSPR材料，并已与国内多家客户完成多轮技术对接和性能核验，部分产品实现批量交付，还有多款PSPR产品处于研发和验证阶段。此外，公司还计划增资建设PSP生产基地，进一步推动业务发展。

玻璃基板为什么起来了？
发言人1：玻璃基板因其高平整度、低电损、良好的尺寸稳定性和优异的膨胀系数特性，非常适合AI芯片对低效区高带宽和精细互联的需求。台积电等企业的实测数据显示了其在技术性能上的提升，产业化进度明显加快。

为什么PSPI是玻璃封装的关键材料？
发言人1：PSPI（感光聚酰亚胺）具备耐高温、耐化学腐蚀、高绝缘性和机械强度等性能，同时兼具光刻材料的加工能力，可在玻璃基板封装中承担RDL中部现层的层间绝缘介质、TDV通孔周边的对话保护以及应力缓冲等三重角色，减少工艺环节并提升微孔和线路精度。

